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CON CORTESE RICHIESTA DI IMMEDIATA PUBBLICAZIONE		
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: mediaroom@samtec.com

Samtec esporrà all’ECOC 2026 e parteciperà alla dimostrazione dell’interoperabilità OIF

I prodotti Samtec potranno essere esaminati presso lo stand 2004 e lo stand OIF 2126/2128 nell’ambito della dimostrazione dell’interoperabilità OIF.

New Albany, Indiana, 8 settembre 2026 — Samtec, Inc., leader nel settore dei connettori, presenterà all’ECOC (European Conference on Optical Communications) che si svolgerà dal 21 al 23 settembre presso il centro espositivo e congressuale di Málaga, in Spagna (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), presso lo stand 2004, varie soluzioni di interconnessione sia in rame sia a fibre ottiche.
Le soluzioni di networking Samtec presso lo stand 2004 
[image: ]I dispositivi di interconnessione ad alta velocità Samtec vengono spesso integrati in progetti di sistemi IA e per calcolo ad alte prestazioni, apparecchiature mediche, strumentazione per test e misure e applicazioni FPGA. All’edizione di quest’anno dell’ECOC Samtec presenterà vari demo che incorporano sistemi in rame e fibre ottiche co-packaged (CPX) e near-chip HD Si-Fly® per applicazioni fino a 448 Gbps, compresi motori al silicio e ottici di vari partner, oltre al sistema di test dalle prestazioni elevate BE130 Bulls Eye® per segnali a 448 Gbps. Samtec presenterà anche vari proof-of-concept (PoC) di nuova generazione per la connettività a 448 Gbps, perfetti per implementazioni di infrastrutture IA con incremento della capacità di calcolo scale-up/scale-out (all’interno di un singolo nodo/tra più nodi).
Dimostrazione dell’interoperabilità OIF
All’ECOC 2026, la dimostrazione dell’interoperabilità OIF (stand 2126/2128) rappresenta un banco di prova delle tecnologie dei vendor per l’attuazione di un’interoperabilità efficace e ripetibile a partire da accordi sull’implementazione affinché gli operatori possano ridurre i rischi dell’integrazione, mantenere la flessibilità di approvvigionamento e passare dalla fase di innovazione a quella di lancio con maggiore fiducia. I demo di quest’anno danno prova della collaborazione di 39 imprese in quattro aree tecnologiche cruciali: sistemi ottici; interfacce energetiche efficienti (EEI) e co-packaging; I/O elettrici comuni (CEI): CEI-448G e CEI-224G; e specifiche comuni per l’interfaccia di gestione (CMIS). 
Le seguenti apparecchiature Samtec saranno impiegate in alcuni demo CEI e EEI realizzati in collaborazione con i partner:
· Uno châssis dimostrativo per segnali a 224 Gbps includerà moduli Samtec CPX HD Si-Fly (in rame e a fibre ottiche), illustrando la validità del concetto CPX e dell’architettura MSA 
· Il cablaggio di test Samtec BE90 sulla scheda ISI Bulls Eye a 224 Gbps 
· Il cablaggio di test Samtec BE70 e i cavi a microonde/RF altamente performanti Nitrowave® LL110 e LL130 funzionanti a 224 Gbps 
· Connettori e adattatori Samtec RF di precisione da 1,0 mm e 1,85 mm
· [bookmark: OLE_LINK1]I prototipi 448 PAM4 e PAM6 HD Si-Fly che utilizzano il cavo twinax a skew iper-basso Eye Speed® da 1 metro

Il sistema co-packaged e near-chip HD Si-Fly è una soluzione che impiega dispositivi di interconnessione in rame e a fibre ottiche integrati nello stesso package e collegabile a un’interfaccia elettrica su un substrato da 95 x 95 mm o più piccolo utilizzando il connettore Samtec SFCM. Quest’ultimo va montato direttamente sul substrato del package ed è collegabile mediante il cablaggio Samtec SFCC o è interoperabile con cablaggi ottici standard nel settore. La connettività assicurata dal co-packaging elimina le perdite di inserzione nel tratto di instradamento delle connessioni in uscita dalla BGA e sulla scheda di circuito stampato (PCB), consentendo di realizzare un canale passivo DAC (Direct Attach Copper) da 224 Gbps completo, che offre prestazioni eccezionali a basso costo. Samtec sta anche dimostrando la funzionalità di prototipi PoC da 448 Gbps HD Si-Fly per la modulazione PAM4 e PAM6.
La scheda di valutazione ISI Bulls Eye offre numerosi percorsi del segnale di lunghezza variabile con profili di attenuazione noti oltre 130 GHz. Quando combinata con un cablaggio di test Bulls Eye, la soluzione fornisce una piattaforma adatta sia per la validazione e la verifica di canali SerDes ad alta velocità sia per la valutazione e la dimostrazione delle prestazioni del segnale a 448 Gbps e per PAM4 a 224 Gbps.
Per ulteriori informazioni	
· Soluzioni ottiche passive e attive altamente performanti
· Sistemi near-chip e co-packaged PAM4 a 224 Gbps HD Si-Fly
· Prodotti RF di precisione Samtec
· Demo video del prodotto Samtec CPX HD Si-Fly: canale YouTube di Samtec
· Gli esperti tecnici Samtec sono disponibili presso lo stand 2004 o possono essere contattati inviando un’e-mail a HDR@samtec.com

Informazioni su OIF 
OIF dimostra l’interoperabilità nell’intero settore all’ECOC 2026, accelerando l’attuazione di network efficienti e scalabili per l’era dell’IA 
OIF ritorna all’ECOC 2026 con una serie di demo live dell’interoperabilità multivendor – partecipano 39 aziende. Illustrando interfacce ottiche ed elettriche, interfacce energetiche efficienti e di gestione, i demo evidenziano l’interoperabilità tra sistemi ottici, I/O elettrici comuni (CEI) a 448 e 224 Gbps, specifiche comuni per l’interfaccia di gestione (CMIS), co-packaging, interfacce energetiche efficienti e ulteriori soluzioni che portano avanti network efficienti e scalabili per l’era dell’IA. Visitare l’OIF presso lo stand 2126 o, per saperne di più, visitare il sito https://www.oiforum.com/meetings-events/oif-ecoc-2026. 
Profilo di Samtec
Fondata nel 1976, Samtec è un’impresa internazionale a proprietà privata da 1 miliardo di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettronica – da scheda a scheda ad alta velocità, cavi per frequenze elevate, dispositivi ottici da pannello e mid-board, RF di precisione, impilamento flessibile e componenti e cavi micro/robusti. I centri tecnologici Samtec si impegnano per sviluppare e migliorare tecnologie, strategie e prodotti al fine di ottimizzare sia le prestazioni che il costo dei sistemi, dal die nudo a un’interfaccia distante 100 metri e a tutti i punti di interconnessione intermedi. Con oltre 40 sedi nel mondo e prodotti venduti in più di 125 Paesi, Samtec vanta una presenza globale che le consente di offrire un servizio clienti ineguagliato. Per ulteriori informazioni visitare il sito http://www.samtec.com
Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Telefono: + 812-944-6733
www.samtec.com/media-room 

Il nostro ufficio stampa è sempre disponibile a condividere con giornalisti di tutto il mondo storie molto interessanti. I rappresentanti della stampa e dei media possono contattarci via e-mail all'indirizzo e-mail mediaroom@samtec.com.
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